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半導体封止材ハンドブック（A５版)

2020年6月刊行 A5版 133頁 定価（税込、送料別） 2,500円（会員企業）, 3,500円(一般)

エレクトロニクス材料部会では、２０１４年に手帳サイズ版を発刊しましたが、大変ご好評を頂
き完売、お問い合わせを頂戴してもお応えできない状態でした。そこでこの度、再版のご要
望にお応えし、加えて、より大きなA5版とする事で発刊致しました。内容はそのままに、サイ
ズを大きくした事でより見やすく、使いやすくなったのではないかと思います。皆様にご利用
頂ければ幸甚です。
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